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nVent SCHROFF auf der Embedded World 2020 in Halle 1, Stand 561
Electronics Protection – Tailored to You
STRAUBENHARDT – In der Zeit vom 25. bis 27. Februar 2020 präsentiert nVent SCHROFF in Halle 1, Stand 1-561 unter dem Motto „Electronics Protection – Tailored to You“ viele Neuheiten und Weiterentwicklungen im Embedded-Bereich für verschiedene Anwendungen und Märkte. Dabei stehen die Themen Kühlung, Signalintegrität und High-Speed-Datenübertragung sowie die Resistenz gegenüber Umwelteinflüssen im Vordergrund. Die gezeigten Exponate sind Kundenbeispiele aus den Anwendungsbereichen Automotive – speziell autonomes Fahren – Telekommunikation, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Sicherheit und Verteidigung, sowie Internet of Things. Speziell die Modularität und Anpassungsfähigkeit der Standardprodukte von nVent SCHROFF wird während der Messe vorrangig dargestellt. 

Rund um den EMV-Schutz und den Schutz der Elektronik vor äußeren Einflüssen wie Schock und Vibration, Wärme, Kälte usw. zeigt nVent SCHROFF eine Auswahl an modularen Gehäusen und Systemen bis zur Schutzart IP 67. Solche hohen Anforderungen finden sich z.B. in Offshore-Windanlagen, die sehr rauen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind, aber auch in vielen Bereichen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Telekommunikation sowie der Bahn- und Verteidigungstechnik. Entsprechende Schutzmöglichkeiten bietet z.B. das auf der Messe erstmals vorgestellte IP 67-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. 

Das Gehäuse ist staubdicht und geschützt gegen Wasser, sogar zeitweiliges Untertauchen ist möglich. Es ist in einer Vielzahl an Größen erhältlich und somit für Elektronik mit standardisiertem oder kundenspezifischem Formfaktor konfigurierbar und mit nur vier Schrauben einfach zu öffnen bzw. zu verschließen. Der Kunde profitiert dabei von der nVent SCHROFF Expertise und innovativen Lösungen zur Leiterkartenfixierung und dem Kabelmanagement, sowie einem optimalen Entwärmungskonzept begleitet von thermischen Simulationen. Gehäusefarbe und Bedruckung können individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Basierend auf der jeweiligen Anwendung können von nVent SCHROFF nicht nur die mechanischen Modifikationen umgesetzt, sondern auch elektronischen Komponenten entwickelt und integriert werden. Einen besonders hohen mechanischen Schutz bieten auch die gezeigten VPX- und VXS-Systeme, die speziell für Anwendungen unter extremsten Umwelteinflüssen entwickelt wurden.

Als weiteres Produkt-Highlight neben den aktuellen PXI Express-Systemen, die beispielsweise in Applikationen wie dem autonomen Fahren eingesetzt werden können, steht ein neues COM Nano-System im Fokus. Dieses System ist nach dem Konzept eines nVent SCHROFF COM Carrier-Systems aufgebaut, aber mit Kantenlängen von 140 mm x 115 mm x 45 mm nun wesentlich kleiner und bietet alle wichtigen Funktionen und typischen PC-Schnittstellen. Im COM Nano-System kommen die Congatec-Module der TC370-Serie zum Einsatz. Es besteht aus einem gefrästen Innengehäuse, das auch als thermische Schnittstelle zum Prozessor und anderen Hotspots dient. Durch eine integrierte EMV/IP-Dichtung wird die Schutzklasse IP 53 erreicht. Für den je nach Leistung und Einsatzgebiet unterschiedlichen Entwärmungsbedarf ist das COM Nano-System in drei verschiedenen Kühlungsvarianten verfügbar. Mit diesem neuen COM Nano-System zeigt nVent SCHROFF eine Möglichkeit wie klein und leistungsfähig ein COM Carrier-System aufgebaut werden kann. Dieses Standard-System wird auch als Basis für kundenspezifische Konfigurationen genutzt. 

Als Beispiel für die Modularität und Wandlungsfähigkeit der nVent SCHROFF Gehäuse steht die konfigurierbare Interscale-Gehäuseserie für genormte und ungenormte Leiterkarten mit kleinem Formfaktor. Die während der Embedded World gezeigten Gehäusevarianten sind ausnahmslos individualisierte, kundenspezifische Lösungen. Der modulare Ansatz der konfigurierbaren Interscale-Gehäuseserie ermöglicht dem Anwender eine einfache Konfiguration von Mechanik, Kühlung, Elektronik, Zubehör, Montage, ganz nach den individuellen Bedürfnissen. Durch die Zusammenstellung vordefinierter und standardisierter Bausteine kann eine vollständig integrierte und individuelle Lösung erstellt werden.

Ebenfalls von besonderem Interesse für die Besucher sind die gezeigten Highspeed-Backplanes aus den nVent SCHROFF-Portfolio, wie z.B. eine 100 Gbps-Schroff AdvancedTCA-Backplane, die nach den Vorgaben der Spezifikationen PICMG 3.1 R3.0 für 100-Gbps-Ethernet entwickelt und verifiziert wurde. nVent SCHROFF zeigt in diesem Bereich auch entsprechende Backplanes für den MicroTCA- und CompactPCI-Standard.

Beim Thema Cooling präsentiert nVent SCHROFF verschiedene Kühllösungen für Gehäuse und Systeme, die je nach abzuführender Leistung und Einsatzgebiet genau abgestimmt sind. Auch für Einsatzorte mit sehr hohen Umgebungstemperaturen werden effiziente Lösungen präsentiert, die dafür sorgen, dass die Leistung der eingebauten Elektronik nicht leidet.

Durch die gezeigten modularen Produktplattformen und das spezifische Anwendungs-Know-how unterstützt nVent SCHROFF seine Kunden bei einer schnellen Markteinführung, einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit und der Senkung von Design- und Entwicklungskosten mit abgestimmten, individuellen Lösungen beim Schutz von elektronischen Komponenten und Systemen in den unterschiedlichsten Umgebungen und Anwendungsbereichen.

Weitere Informationen: https://schroff.nvent.com/de/schroff
Bildunterschrift 1: Flexible Gehäuselösungen für raue Umgebungen

Bildunterschrift 2: COM Nano-System

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Über nVent

nVent ist ein führender globaler Anbieter von elektrischen Anschlüssen und Schutzlösungen. Wir sind überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme ermöglichen und somit für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwerfen, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der weltweit sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischsten Prozesse verbinden und schützen. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungen sowie Wärmemanagementlösungen mit mehreren branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich im Vereinigten Königreich in London. Unser Management ist in den USA in Minneapolis, Minnesota, ansässig. Unser solides Portfolio führender elektrischer Produktmarken blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.
